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摘要(译)

超声波探头（2）具备cMUT芯片（20），该cMUT芯片（20）具有机电
耦合系数或灵敏度根据偏压而变化的多个振动元件，发送接收超声波，
设置在cMUT芯片（20）的超声波辐射侧上的声透镜（26）;设置在
cMUT芯片（20）背面的背衬层（22），用于吸收超声波的传播;从
cMUT芯片（20）的外围部分提供到背衬层（22）的侧面并且具有与
cMUT芯片的电极连接的信号图案的电布线部分（柔性衬底（72）） 
（20）;和用于容纳cMUT芯片（20），声透镜（26），背衬层（22）和
电布线部分（柔性衬底（72））的壳体（超声波探头盖（25））。接地
电位的接地层（导电膜（76））设置在cMUT芯片（20）的超声波辐射
侧。
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